表面组装工艺控制  

　　随着组装密度的不断提高，元器件间距和元器件与基板间隙越来越小，一个集成电路中包含的单元电路或元件的数量大大增加，并且内部互连导体的布线密度增大且变得错综复杂。在生产过程中，如果工艺控制不严格，将会出现各种线路缺陷，从而影响电路性能。
1 电路设计
　　表面组装设计准则的应用与元器件结构及工艺特点密切相关。整个电路板上的元器件密度分布应均匀，功率器件在基板上应尽可能分散布置，以防止电路基板局部过热；质量大的元器件不要集中放置，以免再流焊接时热容量太大，形成局部温度偏低，影响邻近元器件的焊接质量。
　　电路板设计的关键部分是焊盘图形设计。因为焊盘图形不仅决定焊接元器件在电路板上的位置，而且会影响焊点的强度及可靠性。如果设计工艺控制不严，一旦焊区的尺寸、焊区与导电带之间的空隙间距、保护玻璃的尺寸以及元件排列方向出现偏差，就会成为影响电路的电气性能和可靠性的因素。
2 焊膏与焊膏印刷
　　在焊膏印刷中影响质量的因素很多。焊膏印刷时，网子的定位要准确，否则焊膏就会沉积在焊盘的边缘之外，印刷的焊膏图形和焊盘不能完全吻合，容易与相邻焊区桥接，造成短路。印刷到基板上的焊膏边缘必须清晰，否则在贴放元件或预热时，焊膏中的助焊剂软化，也会造成桥连。这点对于细间距器件尤为重要。
焊膏印刷量适当是获得好的焊接效果的保证。焊料过少，达不到规定的焊接强度；焊料过多，太厚，易从焊盘溢出，造成与相邻焊点桥连，产生焊料球。对丝网来说，印刷量与(丝厚十空间率十乳剂厚)×图形面积有关。
　　焊膏的性能对印刷精度和焊接质量的影响也很大。焊膏的粘度偏低或触变性差，印刷时焊膏不会在模板上滚动，模板开孔不能全部填满，造成焊膏沉积量不足，印刷好的焊青图形坍塌形成焊膏连条，再流焊后焊盘问的焊膏可能收缩成小锡珠也可能形成桥连，焊膏的粘度太大，徐敷性变差，会使焊膏挂在模板孔壁上而不能全部漏印在焊盘上。焊青粘度过大原因出在配方上，但焊膏长期放置，焊粉与助焊剂产生反应，或助焊剂成分挥发，焊膏的粘度也会增大。温度的变化也会直接影响焊青的粘度，过高则粘度降低，过低则粘度加大。焊青的粘性一般要求其自粘能力大于它与模板的粘接能力，而它与模板孔壁的粘接能力应小于其与焊盘的粘接能力。
　　除上述因素外，焊膏的成分，颗粒的均匀性，刮刀刀片或刮料板的材料与角度，印刷机的机械稳定性，模板的材料、厚度，以及焊青的储存，搅拌等其他诸多因素，都影响着焊膏印刷效果，需要综合考虑。
3 再流焊接
　　为了防止热应力对电路基板的冲击，在预热区域内将基板的温度从环境温度上升至130-160℃，温度的上升速度应在4℃／s以下。被焊接物表面金属层的温度合影响焊接的质量。如果表面金属层未达到焊接温度，焊锡只是附着在金属层表面，不能形成金属化合物，会造成虚焊。温度过低焊剂不能充分挥发，使松香滞留在焊接金属物表面与焊锡之间，形成假焊。温度过低还会使焊锡的流动性能差，不能充分流入焊接物表面的空隙，致使焊接点的强度下降。提高焊接的温度虽然可以提高焊接的速度，提高助焊剂的有效活性，但是加热温度过高，会导致某些元器件因过热而损坏，同时也会加速二次氧化。因为加热温度过高，会使焊料处于非共晶状态，同时由于焊剂分解挥发太快，在焊料扩散时，焊剂已经失去活性。
　　焊膏中的锡粉熔化且充分润湿被焊接金属物表面后，应快速进行冷却，将焊接点的金民间化合扩散现象降至最小程度，这样有助于使焊点光亮、外形和接触角度良好。 (编辑：孙玲)
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